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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を基材上に複数備える発光装置の製造方法において、
　基材上に複数の発光素子を実装する実装工程と、
　複数の前記発光素子のなかで予め設定した第１発光素子に透明部材を被覆して透明部材
被覆部を形成する透明部材被覆工程と、
　前記第１発光素子に被覆した透明部材被覆部、及び、その他の前記発光素子となる第２
発光素子を、蛍光体を含む封止部材により被覆して封止部を形成する封止部材被覆工程と
、を含み、
　前記封止部材被覆工程は、前記蛍光体が沈降して、前記透明部材被覆部の頂部より下と
なる前記基材上に堆積すると共に、前記第２発光素子の上面に堆積することを特徴とする
発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記透明部材被覆工程において、前記透明部材により、前記基材から頂部に亘って直線
又は曲線による傾斜面を有するように被覆して前記透明部材被覆部を形成することを特徴
とする請求項１に記載の発光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記実装工程において、前記第１発光素子は、前記第２発光素子の発光波長と前記蛍光
体の発光波長との間における波長の光を発光するものを前記基材上に実装することを特徴
とする請求項１又は請求項２に記載の発光装置の製造方法。
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【請求項４】
　前記基材は、前記発光素子を実装する実装領域を囲む位置に光反射部材が光反射壁枠と
して設けられており、前記封止部材被覆工程において前記封止部材で前記光反射壁枠の内
側を封止することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の発光装置の
製造方法。
【請求項５】
　前記封止部材被覆工程は、前記透明部材被覆部および第２発光素子が整列する縦列横列
の一端から他端に向かう往復方向の往方向に一列に対して前記封止部材で被覆すると共に
、被覆した前記一列の隣の一列の他端から一端に向かう往復方向の復方向に一列に対して
前記封止部材で被覆する動作を繰り返して全ての当該縦列横列を被覆することを特徴とす
る請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法。
【請求項６】
　発光素子を基材上に複数備える発光装置の製造方法において、
　基材上に複数の発光素子を実装する実装工程と、
　複数の前記発光素子のなかで予め設定した第１発光素子に透明部材を被覆して透明部材
被覆部を形成する透明部材被覆工程と、
　前記第１発光素子以外の発光素子となる第２発光素子を、蛍光体を含む封止部材により
被覆して封止部を形成する封止部材被覆工程と、を含み、
　前記封止部材被覆工程は、前記封止部材が、前記第１発光素子に被覆した透明部材被覆
部の頂部を露出するように被覆し、前記蛍光体が沈降して、前記透明部材被覆部の頂部よ
り下となる前記基材上に堆積すると共に、前記第２発光素子の上面に堆積することを特徴
とする発光装置の製造方法。
【請求項７】
　前記透明部材は、前記封止部材よりも粘度が高いことを特徴とする請求項１から請求項
６のいずれか一項に記載の発光装置の製造方法。
【請求項８】
　基材上に実装した複数の発光素子を備える発光装置において、
　前記発光素子の予め設定された少なくとも一つが、蛍光体を含まない透明部材で被覆さ
れた透明部材被覆部と、
　前記透明部材被覆部及び当該透明部材被覆部で被覆されない他の前記発光素子を、前記
蛍光体を含む封止部材で被覆された封止部と、を備え、
　前記透明部材被覆部は、前記基材側から頂部に向かって曲線または直線の傾斜面を有す
る形状に形成され、
　前記蛍光体は、沈降して前記基材上に堆積されると共に、前記第２発光素子の上面に堆
積されることを特徴とする発光装置。
【請求項９】
　前記透明部材で被覆されている発光素子は、前記透明部材で被覆されていない発光素子
の発光波長と前記蛍光体の発光波長の間の波長の光を発光するものであることを特徴とす
る請求項８に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記透明部材被覆部は、隣り合う二つ以上の発光素子に跨って設けられたことを特徴と
する請求項８又は請求項９に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記透明部材被覆部は、前記基材の発光素子の実装領域の中央に対して線対称となる位
置に設けられたことを特徴とする請求項８から請求項１０のいずれか一項に記載の発光装
置。
【請求項１２】
　前記封止部材は、基材上に縦列横列に整列する前記発光素子及び透明部材被覆部に、縦
列あるいは横列の一端から他端に向かって列状に設けられたことを特徴とする請求項８か
ら請求項１１のいずれか一項に記載の発光装置。
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【請求項１３】
　基材上に実装した複数の発光素子を備える発光装置において、
　前記発光素子の予め設定された少なくとも一つが、蛍光体を含まない透明部材で被覆さ
れた透明部材被覆部と、
　前記透明部材被覆部で被覆されない他の前記発光素子を、前記蛍光体を含む封止部材で
被覆された封止部と、を備え、
　前記透明部材被覆部は、前記基材側から頂部に向かって曲線または直線の傾斜面を有す
る形状に形成されると共に、前記封止部材により当該透明部材被覆部の頂部を露出するよ
うに被覆され、
　前記蛍光体は、沈降して前記基材上に堆積されると共に、前記第２発光素子の上面に堆
積されることを特徴とする発光装置。
【請求項１４】
　前記発光素子の実装領域が円形状又は楕円形状の発光素子において、前記実装領域の周
縁となる周縁位置の複数の発光素子を被覆した前記透明部材被覆部を設けるか、あるいは
、前記実装領域の中央となる中央位置の複数の発光素子を被覆した前記透明部材被覆部を
設けるかのいずれかとしたことを特徴とする請求項８から請求項１３のいずれか一項に記
載の発光装置。
【請求項１５】
　前記発光素子の実装領域の周囲に光反射性の部材である光反射部材が光反射壁枠として
設けられていることを特徴とする請求項８から請求項１４のいずれか一項に記載の発光装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ等の発光素子を搭載して使用される発光装置の製造方法、及び、発光
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にＬＥＤ等の発光素子を搭載する発光装置は、様々構成が提案されており、発光素
子が搭載された領域を封止樹脂で封止し、その封止樹脂内に蛍光体を混入することで演色
性を高めている。
　例えば、特許文献１、２には、発光素子から所定間隔離れた位置に蛍光体を均等に配置
する構成が記載されている。また、特許文献３には、蛍光物質が含有された封止樹脂で覆
う前に発光素子及び基材電極が被覆部材で覆われている構成が記載されている。この発光
装置は、その被覆部材の膜厚は発光素子の高さよりも薄くなるように構成されている。
【０００３】
　なお、発光素子が２つ配置された発光装置として、特許文献４に記載されているものが
ある。この発光装置は、隣り合う発光素子のそれぞれの封止樹脂に異なる色彩の蛍光体を
含有させ樹脂中に分散させた状態となる構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１０８９８１号公報
【特許文献２】特開２００９－０９４３５１号公報
【特許文献３】特開２００９－１７０８２５号公報
【特許文献４】特開２０１０－０３４１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前記した発光装置及び発光装置の製造方法では、以下に示すような問題点が存
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在していた。
　特許文献１～４では、発光素子に樹脂等を封止し、蛍光体を整列あるいは堆積または拡
散させる工程により発光装置を製造している。したがって、製造された発光装置では、蛍
光体が全ての発光素子から所定間隔離れた位置に整列あるいは堆積または拡散しているの
で、全ての発光素子からの所定波長の光が、必ず蛍光体を介して照射されることになり、
所望の演色性を有する発光装置を得ようとすると、光取出し効率が悪くなることがある。
　また、特許文献１～３では、発光素子の発光波長を単一のものを使用しているので、演
色性の制御を行うときに蛍光体によるところが大きく、演色性の制御を容易に行うことが
できなかった。
　なお、特許文献４では、複数の発光素子を配置する構成が記載されているが、やはり、
封止部材に蛍光体が拡散するように含有されている状態であるため、発光素子からの光の
演色性を容易に制御することができなかった。
【０００６】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、発光素子から照射される光の発
光効率を向上させると共に、演色性に優れる発光装置の製造方法及び発光装置を提供する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した課題を達成するために、請求項１に記載の発光装置の製造方法は、発光素子を
基材上に複数備える発光装置の製造方法において、基材上に複数の発光素子を実装する実
装工程と、複数の前記発光素子のなかで予め設定した第１発光素子に透明部材を被覆して
透明部材被覆部を形成する透明部材被覆工程と、前記第１発光素子に被覆した透明部材被
覆部、及び、その他の前記発光素子となる第２発光素子を、蛍光体を含む封止部材により
被覆して封止部を形成する封止部材被覆工程と、を含み、前記封止部材被覆工程は、前記
蛍光体が沈降して、前記透明部材被覆部の頂部より下となる前記基材上に堆積すると共に
、前記第２発光素子の上面に堆積することとした。
【０００８】
　かかる手順によれば、発光装置の製造方法は、予め設定された第１発光素子に透明部材
が被覆され、透明部材が被覆された第１発光素子と、透明部材が被覆されていない第２発
光素子とに、蛍光体を含む封止部材で封止される。そして、発光装置の製造方法では、封
止部材に含まれる蛍光体が沈降して第２発光素子及び基材上に堆積した状態となり、第１
発光素子の透明部材の形状により頂部に蛍光体が堆積しない状態となる。そのため、製造
された発光装置では、第１発光体が透明部材により蛍光体の影響を受けない状態で光を照
射できるようになり、演色性の制御がし易くなる。
【０００９】
　請求項２に係る発光装置の製造方法は、前記透明部材被覆工程において、前記透明部材
により、前記基材から頂部に亘って直線又は曲線による傾斜面を有するように被覆して前
記透明部材被覆部を形成することとした。
　かかる手順を行うことで、発光装置の製造方法では、封止部材により透明部材被覆部及
び第２発光素子を封止して蛍光体が沈降するときに、蛍光体が透明部材の傾斜面により透
明部材に堆積することなく下方となる基材側等に沈降することになる。
【００１０】
　請求項３に係る発光装置の製造方法は、前記実装工程において、前記第１発光素子は、
前記第２発光素子の発光波長と前記蛍光体の発光波長との間における波長の光を発光する
ものを前記基材上に実装することとした。
　かかる手順によれば、発光装置の製造方法では、第１発光素子の光が透明部材により蛍
光体の影響をほぼ受けずに照射できるので、発光効率がよく、かつ、異なる種類の発光素
子を使用できるので、演色性の制御を容易とする。
【００１１】
　請求項４に係る発光装置の製造方法において、前記基材は、前記発光素子を実装する実
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装領域を囲む位置に光反射部材が光反射壁枠として設けられており、前記封止部材被覆工
程において前記封止部材で前記光反射壁枠の内側を封止することとした。
　かかる手順により、発光装置の製造方法では、光反射性樹脂設置工程により実装領域を
囲む位置に光反射性樹脂を設けることで封止部材により封止部を設けやすくなる。
【００１２】
　請求項５に係る発光装置の製造方法は、前記封止部材被覆工程において、前記透明部材
被覆部および第２発光素子が整列する縦列横列の一端から他端に向かう往復方向の往方向
に一列に対して前記封止部材で被覆すると共に、被覆した前記一列の隣の一列の他端から
一端に向かう往復方向の復方向に一列に対して前記封止部材で被覆する動作を繰り返して
全ての当該縦列横列を被覆する手順で行っても構わない。
　かかる手順により、発光装置の製造方法では、縦列横列において列ごとに封止部材を被
覆するようにするため、封止部材の使用量を抑制することができる。
【００１３】
　請求項６に係る発光装置の製造方法は、発光素子を基材上に複数備える発光装置の製造
方法において、基材上に複数の発光素子を実装する実装工程と、複数の前記発光素子のな
かで予め設定した第１発光素子に透明部材を被覆して透明部材被覆部を形成する透明部材
被覆工程と、前記第１発光素子以外の発光素子となる第２発光素子を、蛍光体を含む封止
部材により被覆して封止部を形成する封止部材被覆工程と、を含み、前記封止部材被覆工
程は、前記封止部材が、前記第１発光素子に被覆した透明部材被覆部の頂部を露出するよ
うに被覆し、前記蛍光体が沈降して、前記透明部材被覆部の頂部より下となる前記基材上
に堆積すると共に、前記第２発光素子の上面に堆積するようにしてもよい。
　かかる手順により、発光装置の製造方法では、封止部材の使用量をより少なくして、か
つ、透明部材被覆部の頂部を露出するようにしているので、透明部材により被覆されてい
る第１発光素子は蛍光体の影響を受けることがなく発光効率をより高めて演色性の制御が
容易な発光装置を製造することができる。
【００１４】
　請求項７に係る発光装置の製造方法は、前記透明部材は、前記封止部材よりも粘度が高
くしてもよい。
　透明部材の粘度を高くして第１発光素子に被覆することで、頂部及び傾斜面を形成する
ときの取り扱いが容易となる。
【００１５】
　請求項８に係る発光装置は、基材上に実装した複数の発光素子を備える発光装置におい
て、前記発光素子の予め設定された少なくとも一つが、蛍光体を含まない透明部材で被覆
された透明部材被覆部と、前記透明部材被覆部及び当該透明部材被覆部で被覆されない他
の前記発光素子を、前記蛍光体を含む封止部材で被覆された封止部と、を備え、前記透明
部材被覆部は、前記基材側から頂部に向かって曲線または直線の傾斜面を有する形状に形
成され、前記蛍光体は、沈降して前記基材上に堆積されると共に、前記第２発光素子の上
面に堆積される構成とした。
【００１６】
　かかる構成により、発光装置は、透明部材が被覆されている発光素子では、封止部材に
含まれる蛍光体が透明樹脂の頂部から傾斜面に沿って基材側に沈降するため、発光素子か
ら透明部材を介して照射する光が蛍光体の影響をほとんど受けることなく出力されるので
、発光効率がよく、かつ、演色性の制御を容易にする。
【００１７】
　請求項９に係る発光装置は、前記透明部材で被覆されている発光素子は、前記透明部材
で被覆されていない発光素子の発光波長と前記蛍光体の発光波長の間の波長の光を発光す
るものである構成としてもよい。
　かかる構成により、発光装置は、異なる発光波長の発光素子を使用することができ、個
数や配置を適宜変更することで、発光面全体としての発光スペクトルが補正されて、より
演色性を制御しやすいようになる。
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【００１８】
　請求項１０に記載の発光装置は、透明部材被覆部が、隣り合う二つ以上の発光素子に跨
って設けられた構成としてもよい。
　かかる構成により、発光装置は、透明部材により複数の発光素子をまとめて被覆して透
明部材被覆部とすることにより作業性を向上することができる。
【００１９】
　請求項１１に記載の発光装置は、前記透明部材被覆部は、前記基材の発光素子の実装領
域の中央に対して線対称となる位置に設けられた構成としてもよい。
　かかる構成により、発光装置は、透明部材被覆部が中央から線対称となる位置に設置さ
れることで、演色性の制御をよりし易くなる。
【００２０】
　請求項１２に記載の発光装置は、前記封止部材が、基材上に縦列横列に整列する前記発
光素子及び透明部材被覆部に、縦列あるいは横列の一端から他端に向かって列状に設けら
れた構成としてもよい。
　かかる構成により、発光装置は、封止部材が少なくて済み、場合によっては、実装領域
の周囲を囲む枠を必要としない。
【００２１】
　請求項１３に記載の発光装置は、基材上に実装した複数の発光素子を備える発光装置に
おいて、前記発光素子の予め設定された少なくとも一つが、蛍光体を含まない透明部材で
被覆された透明部材被覆部と、前記透明部材被覆部で被覆されない他の前記発光素子を、
前記蛍光体を含む封止部材で被覆された封止部と、を備え、前記透明部材被覆部は、前記
基材側から頂部に向かって曲線または直線の傾斜面を有する形状に形成されると共に、前
記封止部材により当該透明部材被覆部の頂部を露出するように被覆され、前記蛍光体は、
沈降して前記基材上に堆積されると共に、前記第２発光素子の上面に堆積される構成とし
てもよい。
　かかる構成により、発光装置は、透明部材被覆部の頂部が封止部材から露出しているこ
とにより蛍光体の影響を受けることなく発光素子の光を照射できるので、より発光効率を
向上することができる。
【００２２】
　請求項１４に記載の発光装置は、前記発光素子の実装領域が円形状又は楕円形状の発光
素子において、前記実装領域の周縁となる周縁位置の複数の発光素子を被覆した前記透明
部材被覆部を設けるか、あるいは、前記実装領域の中央となる中央位置の複数の発光素子
を被覆した前記透明部材被覆部を設けるかのいずれかとした構成であってもよい。
　かかる構成により、発光装置は、実装領域の周縁位置あるいは中央位置に透明部材を設
けることで、透明部材を設けた位置における発光素子から光を蛍光体の影響を受けること
なく取り出すことができる。
【００２３】
　請求項１５に記載の発光装置は、発光素子の実装領域の周囲に光反射性の部材である光
反射性部材が設けられている構成としても構わない。
　かかる構成により、発光装置は、実装領域の周囲となる位置に基材とは別の部材として
後から光反射性部材の枠を設けることや、予め基材にキャビティ（凹部）を備えることで
光反射性部材を設けている構成としてもよい。そして、光反射性部材の光反射壁枠を設け
ることにより、封止部材で封止するときに当該封止部材の流れ止めとしても使用でき、さ
らに、発光素子の光を反射して光取出し量を増やすことができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る発光装置の製造方法及び発光装置は、以下に示すような優れた効果を奏す
るものである。
　発光装置の製造方法では、封止部材の蛍光体が沈降したときに、透明部材被覆部の頂部
より基材側に蛍光体が堆積するため、蛍光体の影響が小さな状態で、透明部材で被覆され
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た第１発光素子からの光を照射できるようになり、発光効率がよく、演色性の制御に優れ
た発光装置を容易に製造することができる。
【００２５】
　発光装置の製造方法では、光反射性樹脂を実装領域の周囲に設けて、封止部材を設ける
ようにしているので、透明部材の粘度によらず封止部材被覆工程の操作がし易くなり、透
明部材被覆部の頂部に蛍光体が堆積しないように設定する自由度を広げることができる。
【００２６】
　発光装置の製造方法では、封止部材被覆工程において、透明部材被覆部の頂部を露出す
るようにすることで、さらに発光効率がよく、演色性の制御がし易い発光装置を製造する
ことができる。また、封止部材を列状に設けることで封止部材の使用量を低減することが
できる。そして、封止部材の粘度よりも透明部材の粘度を高くすることで、次工程となる
封止部材被覆工程により早くシフトでき、発光装置の製造の効率化に貢献できる。
【００２７】
　発光装置は、頂部から傾斜面を有する透明部材により所定の発光素子が被覆された状態
で、封止部材で封止されているので、所定の発光素子からは、蛍光体の影響が小さい状態
で光を効率よく発光することができ、また、異なる発光波長の発光素子を用いることで演
色性の制御が容易となる。
　発光装置は、透明部材を隣り合う所定数の発光素子に亘って設けることで、透明部材を
被覆した範囲が広がり、蛍光体の影響をより小さくした発光素子からの光を取り出すこと
ができるので、演色性の制御がよりし易い。
【００２８】
　発光装置は、透明部材を実装領域の中央に対して線対称となる位置に設けることで、バ
ランスの取れた演色性の制御をすることが可能となる。また、実装領域が円形状あるいは
楕円形状であるときに、その実装領域の周縁位置あるいは中央位置の発光素子に対して透
明部材を被覆することで演色性の制御を容易とすることができる。
　発光装置は、光反射性部材が実装領域の周囲に設けられる構成とすることで、光取出し
量を増やして演色性の制御を容易にすることが可能となる。また、封止部材を列状に設け
ることで封止部材の使用量を制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る第１実施形態における発光装置を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明に係る第１実施形態における発光装置を模式的に示す断面図である。
【図３】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第１実施形態における発光装置の透明部材被覆
部を模式的に示す断面図及び平面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第１実施形態における発光装置の透明部材被覆
部の他の構成を模式的に示す模式図である。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、本発明に係る第１実施形態における発光装置の製造方法を模
式的に示す模式図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第２実施形態における発光装置を模式的に示す
平面図及び断面図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第２実施形態における発光装置の実装領域及び
透明部材被覆部の構成の他の例を示す平面図及び断面図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、本発明に係る第２実施形態における発光装置の実装領域及び
透明部材被覆部の構成のさらに他の例を示す平面図及び断面図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、本発明に係る第３実施形態における発光装置を模式
的に示す平面図、断面図及び断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明に係る発光装置及び発光装置の製造方法について、各図面を参照して説明
する。
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　はじめに、図１及び図２を参照して、本発明の第１実施形態における発光装置１の構成
について説明し、つづいて発光装置１の製造方法について図３を参照して説明する。
【００３１】
　図１に示すように、発光装置１は、パッケージ２と、このパッケージ２の基材である電
極３の実装領域６上に実装された複数（図面では２つ）の発光素子７と、この発光素子７
における第１発光素子７ａに透明部材で被覆する透明部材被覆部９と、透明部材被覆部９
及び発光素子７における第２発光素子７ｂを、蛍光体１１が含まれている封止部材で被覆
する封止部１０と、を備えている。
【００３２】
　パッケージ２は、ここでは、発光素子７が実装される電極３と、この電極３における実
装領域６を露出した状態で設けられる凹部４とにより構成されている。パッケージ２は、
発光素子７を収容する電極３表面まで凹部４の中央に凹開口部５が形成され、その凹部４
の一端側（底側）に２つの電極３（３ａ，３ｂ）を支持するもので、発光素子７を保護す
るとともに、電極３と一体的に成形される成形物である。
【００３３】
（凹部）
　凹部４は、一端側に電極３を支持し、電極３の実装領域６を露出するように凹開口部５
が形成されている。そして、凹部４は、その形状が、平面視において四角形またはこれに
近い形状を有するものが好ましいが、特にこれに限定されるものではなく、三角形、多角
形またはこれらに近い形状とすることができる。また、凹部４は、電極３とは反対側とな
る表面（上面）に、一段下がった段差部４ａを設けることが好ましい。この段差部４ａは
、パッケージ成形時に、成形型から取り出す際のピン押し領域などとして利用することが
できるほか、各角部の形状を異ならせることによって、電極３の極性を示すカソードマー
クとして利用することができる。
【００３４】
　凹部４を構成する材料としては、絶縁性部材が好ましく、また、発光素子７からの光や
、外光などが透過しにくい部材が好ましい。また、ある程度の強度を有するもので、熱硬
化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用いることができ、具体的には、フェノール樹脂、ガラス
エポキシ樹脂、ＢＴレジン（ビスマレイミドトリアジン樹脂）や、ＰＰＡ（ポリフタル酸
アミド樹脂）などが挙げられる。特に熱硬化性樹脂であるトリアジン誘導体エポキシ樹脂
を用いることが好ましい。他の熱硬化性樹脂では、エポキシ樹脂、変性エポキシ樹脂、シ
リコン樹脂、変性シリコン樹脂、アクリレート樹脂、ウレタン樹脂からなる群から選択さ
れる少なくとも１種を用いることが好ましい。また、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂として
は、酸無水物、酸化防止剤、離型材、光反射部材、無機充填材、硬化触媒、光安定剤、滑
剤、顔料等を含有できる。光反射部材としては、二酸化チタンやシリカを用いることがで
きる。その他の凹部４を構成する材料としては、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、
炭化ケイ素などのセラミックスを用いることができる。
【００３５】
　凹開口部５は、凹部４の表面（上面）に開口するように形成され、その凹開口内に発光
素子７、保護素子などの電子部品が収容される実装領域６が設定されている。そして、こ
の凹開口部５が発光装置における発光部（発光窓）Ｈとなる。このように、種々の電子部
品が収容される凹開口部５は、それらが載置されるのに必要な面積を有する底面となる実
装領域６を設定されるように形成し、実装領域６に露出される電極３と、これら電子部品
とを導通させる導電性ワイヤ８などの接合領域も確保できるような大きさ及び形状とする
ことが好ましい。また、その凹開口部５の深さについては、凹開口部内に充填される封止
樹脂によって前記電子部品及び透明部材被覆部９が封止可能な深さとすることが好ましい
。
【００３６】
　凹開口部５の形状としては、略円形のものが好ましいが、特にこれに限定されるもので
はなく、パッケージ２の凹部４の形状、特に、凹部上面の形状に応じて、さらに、配光特
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性などを考慮して適宜選択することができる。凹部４の上面が略四角形である場合（図１
参照）には、略円形の凹開口部５とするのが好ましいが、さらに発光面積を大きくしたい
場合は、パッケージ上面と同様に略四角形とすることもでき、また、図示しないが、大き
な凹開口部５を一つ設けるのではなく２つ以上の複数の凹開口部５を設けることもできる
。
【００３７】
　凹開口部５の底には実装領域６が形成され、２つの電極３ａ、３ｂが露出され、露出さ
れた電極の少なくとも一方の電極３ａの上に発光素子７が載置されていることが好ましい
。２つの電極３ａ，３ｂは、実装領域６において略同一平面となるように露出されるのが
好ましいが、段差を設けるなど、異なる面上となるように露出されていてもよい。また、
凹開口部５の底部となる実装領域６には、２つの電極３ａ、３ｂの間を絶縁させるように
、それらの間に凹部４の一部が絶縁部材を介在させた介在部４ｋを設けることが好ましい
。
【００３８】
　凹開口部５の内壁は、発光素子７からの光を反射し、凹開口部５から効率よく光が放射
されるように、凹開口部５の内壁が底部に向けて傾斜する傾斜反射面５ａを設けるのが好
ましい。傾斜反射面５ａを形成する場合、所望に応じて角度を選択することができ、また
、内壁の全体を傾斜させずに、部分的に傾斜させることもできる。
【００３９】
（電極）
　２つの電極３ａ、３ｂは、凹部４の凹開口部５に収容される発光素子７や保護素子等の
電子部品に外部からの電流を供給するためのもので、凹部４に支持され、凹部４の裏面側
に露出し、発光素子７と電気的に導通する位置に設けられている。具体的には、２つの電
極３ａ、３ｂは、それぞれ発光素子７と導電性ワイヤ８を介して電気的に導通する位置か
ら、凹部４の側面４ｂより突出する位置までに亘って配置されていることが好ましい（図
１参照）。また、２つの電極３ａ、３ｂは、凹開口部５の底部において、ほぼ一定の間隔
で離間するように配置され、一方または両方の電極３（３ａ、３ｂ）の上に発光素子７が
載置されていることが好ましい。
【００４０】
　電極３ａ，３ｂの各々は、一端側に凹部４の凹開口部５の底部に露出する実装領域６と
、他端側に凹部４の側面４ｂから突出し、凹部４の裏面側に露出して電極露出面となる突
出領域１３（１３ａ，１３ｂ）を有するように、凹部４に支持される平面視で略長方形の
板状の電極３ａ，３ｂであることが好ましい。そして、ここでは、電極３ａ，３ｂの各々
は、凹部４の内部で所定角度（例えば、９０～１５０度）に屈曲する２つの屈曲部１７を
有する構成としても構わない。
【００４１】
　なお、電極３ａ、３ｂに屈曲部１７を設ける場合は、凹部４の成形後に屈曲させるので
はなく、成形前にあらかじめ屈曲させておくことが好ましい。屈曲した電極３ａ，３ｂを
用いて凹部４を一体成形によってパッケージ２を成形することによって、凹部４と電極３
ａ、３ｂとの間に隙間が生じにくくなる。
【００４２】
　電極３ａ，３ｂの各々は、突出領域１３ａ，１３ｂの裏面形状が平面視で略長方形であ
って、突出領域１３ａ，１３ｂの長辺同士が平行になるように配置されることが好ましい
。このように電極３を配置することで、基板３０への実装時のずれを低減しやすくなる。
【００４３】
　電極３は、凹部４の側面４ｂと接する領域に貫通孔１９を有することが好ましい。電極
３に貫通孔１９を設けることで、比較的厚い電極３であっても、屈曲しやすくなる。そし
て、この貫通孔１９は、凹部４の素材によって充填されていることが好ましい。貫通孔１
９を凹部４の素材で充填することで、凹部４と電極３との密着性を向上させることができ
る。
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【００４４】
　電極３を構成する材料としては、熱伝導率の比較的大きな材料が好ましく、これにより
、発光素子７で発生する熱を効率よく外部に放出することができる。例えば、２００Ｗ／
（ｍ・Ｋ）程度以上の熱伝導率を有しているものが好ましい。また、電極３は、比較的大
きい機械的強度を有する材料、さらには打ち抜きプレス加工またはエッチング加工等が容
易な材料で構成することが好ましい。具体的には、銅、アルミニウム、金、銀、タングス
テン、鉄、ニッケル等の金属またはニッケル合金、燐青銅等の合金が挙げられる。
【００４５】
　また、電極３の厚みや形状等については、得ようとする発光装置１の大きさ、形状等を
考慮して適宜調整することができる。また、電極３を光が吸収しやすい材料で構成した場
合には、表面に光を反射しやすい部材を設けるなど、電極３を積層構造とするのが好まし
い。例えば、電極３を、タングステンや銅からなる導電性部材上に、銀をめっきするなど
の積層構造とするのが好ましい。なお、電極３は、その基板３０との接続する面において
、凹部４の裏面と電極３との境界部分の少なくとも一部と接するように電極用溝部１６を
形成するようにしてもよい。この電極用溝部１６があることで、封止部材が伝わってきて
も電極用溝部１６に入り裏面側に広がることが抑制される。
【００４６】
（発光素子）
　発光素子７は、パッケージ２の凹開口部５の実装領域６に実装されて収容され、任意の
波長の光を出力するもので、半導体発光素子が好ましい。半導体発光素子は、例えば、青
色、緑色の発光素子としては、ＺｎＳｅや窒化物系半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－Ｙ

Ｎ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を用いたものを用いることができる。また、赤色の発
光素子としては、ＧａＡｓ、ＩｎＰなどを用いることができる。さらに、これ以外の材料
からなる半導体発光素子を用いることもできる。用いる発光素子７の組成や発光色、大き
さや、個数などは目的に応じて適宜選択することができる。
【００４７】
　また、可視光領域の光だけでなく、紫外線や赤外線を出力する発光素子７とすることが
できる。さらには、半導体発光素子とともに、受光素子、及びそれらの半導体素子を過電
圧による破壊から守る保護素子（例えば、ツェナーダイオードやコンデンサー）、あるい
はそれらを組み合わせたものを凹部４の凹開口部５に収容することができる。発光素子７
は、ここでは２つが実装され、一例として、第１発光素子７ａと第２発光素子７ｂとが、
発光波長の同じものであっても、異なるものとしてもよい。そして、発光波長が異なる場
合、第１発光素子７ａは、第２発光素子７ｂの発光波長と、蛍光体１１の発光波長との間
である発光波長の光を照射するものを使用している。つまり、第１発光素子７ａを青緑色
あるいは緑色の発光波長の光を発光するものとし、第２発光素子７ｂを青色の発光波長の
光を発光するものとし、かつ、蛍光体１１の発光波長を黄色、赤色のものを使用するよう
にしても構わない。
【００４８】
　より具体的には、例えば、第１発光素子７ａとしては、発光波長が４９５ｎｍ～５２０
ｎｍのものを用い、また、第２発光素子７ｂとしては、例えば、発光波長が４４５ｎｍ～
４６５ｎｍのものを用いることができる。第１発光素子７ａとしては、少なくとも第２発
光素子７ｂと発光波長が異なるものが選択され、さらには、蛍光体１１を励起しないもの
、少なくとも第２発光素子７ｂよりも蛍光体１１を励起する割合（吸収される割合）の少
ないものを選択することが好ましい。これによって、第１発光素子７ａの発光が蛍光体１
１に吸収されることなく外部に取り出すことができるため、光の取り出し効率が向上し、
発光効率が向上した高演色性の発光装置１を得ることができる。
【００４９】
　発光素子７は、電極３と導電性ワイヤ８を介して接続されることによって、電極３と電
気的に導通する。また、発光素子７は、ダイボンド部材（図示せず）を介して電極３の上
に載置されることが好ましい。
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【００５０】
　導電性ワイヤ８は、電極３とのオーミック性、機械的接続性、電気伝導性及び熱伝導性
が良いものが好ましい。熱伝導度としては０．０１ｃａｌ／（ｓ)（ｃｍ２)（℃／ｃｍ）
以上が好ましく、より好ましくは０．５ｃａｌ／（ｓ)（ｃｍ２)（℃／ｃｍ）以上である
。また、作業性などを考慮して導電性ワイヤ８の直径は、好ましくは、Φ１０μｍ以上、
Φ４５μｍ以下である。このような導電性ワイヤ８としては、金、銅、白金、アルミニウ
ム等の金属及びそれらの合金を用いた導電性ワイヤ８が挙げられる。このような導電性ワ
イヤ８の接続には、ワイヤボンディング機器が用いられる。
【００５１】
　ダイボンド部材は、載置する発光素子７によって、導電性ダイボンド部材または絶縁性
ダイボンド部材のいずれかを選択し、例えば、絶縁性発光素子の場合、絶縁性ダイボンド
部材でも導電性ダイボンド部材でも用いることができ、導電性発光素子の場合は、導電性
ダイボンド部材を用いる。絶縁性ダイボンド部材としては、エポキシ樹脂、シリコン樹脂
等を用い、導電性ダイボンド部材としては、銀、金、パラジウムなどの導電性ペーストや
、Ａｕ－Ｓｎ共晶などの半田、低融点金属等のろう材を用いる。
【００５２】
（透明部材被覆部）
　図１及び図３に示すように、透明部材被覆部９は、第１発光素子７ａを透明部材により
被覆するものである。この透明部材被覆部９は、ここでは、２つある発光素子７の一方と
なる第１発光素子７ａを被覆し、かつ、第１発光素子７ａに接続している導電性ワイヤ８
の一部を被覆している。透明部材被覆部９は、頂部９ａから電極３側に向かって傾斜面９
ｂを形成するように設けることが好ましい。透明部材被覆部９は、頂部９ａから傾斜面９
ｂを有することで、封止部材を封止するときに沈降する蛍光体１１の堆積を抑制すること
ができる。
【００５３】
　透明部材被覆部９の傾斜面９ｂは、ここでは、曲線で形成されているが、透明部材の粘
度を所定の値より高くすることで、傾斜面９ｂを直線的に形成することが可能となる。ま
た、透明部材被覆部９は、頂部９ａ側からの見た電極３との接触した部分の形状は、図３
（ｂ）に示すように、円形として示しているが、楕円形あるいは角部を曲線とした矩形等
となる等、特に限定されるものではない。なお、図４（ａ）に示すように、傾斜面９ｂを
直線的に形成する場合には、透明樹脂を型（金型等）を用いて被覆したり、あるいは、被
覆した後に治具を使用して形成したりしても構わない。透明部材被覆部９は、使用する透
明部材が第１発光素子７ａからの光を透過可能な透光性を有するものが好ましい。透明部
材の具体的な材料としては、シリコン樹脂、エポキシ樹脂やユリア樹脂を挙げることがで
きる。また、図４（ｂ）に示すように、傾斜面９ｂを内側に凸となるように曲線で形成す
る構成としても構わない。
【００５４】
（封止部）
　封止部１０は、ここでは封止部材である封止樹脂が、パッケージ２の凹部４に形成され
た凹開口部５に充填され、凹開口部５の内部に収容された第２発光素子７ｂ、透明部材被
覆部９、導電性ワイヤ８等を、塵芥、水分や外力などから保護するもので、第１発光素子
７ａ、第２発光素子７ｂからの光を透過可能な透光性を有するものが好ましい。具体的な
材料としては、シリコン樹脂、エポキシ樹脂やユリア樹脂を挙げることができる。このよ
うな材料に加え、所望に応じて着色剤、光拡散剤、フィラー、蛍光部質（蛍光体１１）な
どを含有させることもできる。なお、封止部１０は、凹開口部５全体を充填するように設
けるのが好ましいが、目的に応じて凹開口部５の途中までを充填することもできる。
【００５５】
（蛍光体）
　蛍光体１１としては、第２発光素子７ｂからの光を吸収し異なる波長の光に波長変換さ
せるもので、例えば、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アルミン酸塩
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蛍光体や、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体・酸窒化
物系蛍光体等が挙げられる。また、蛍光体１１として、イットリウム、アルミニウム及び
ガーネットを混合したＹＡＧ系蛍光体（黄色蛍光物質）を使用することもできる。
【００５６】
　なお、蛍光体１１を別々の２種類として使用してもよい。例えば、蛍光体１１は、封止
部材中に含有させる波長変換部材であり、第２発光素子７ｂからの光の少なくとも一部を
吸収して異なる波長を有する光を発する。蛍光体１１としては、第２発光素子７ｂからの
光をより長波長に変換させるものが好ましい。また、蛍光体１１は、２種以上の蛍光体（
蛍光物質）が混合されたものを用いてもよい。
【００５７】
　ここでは、一方の蛍光体１１の発光波長が他方の蛍光体１１の発光波長よりも長いもの
である場合、一方の蛍光体１１の材料としては、例えば、Ｅｕ，Ｃｅ等のランタノイド系
元素で主に賦活される、窒化物系蛍光体を用いることができる。このうち、ユーロピウム
ドープの赤色蛍光物質として、例えば、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ（以下、ＳＣ
ＡＳＮと表記する）を用いることができる。また、他方の蛍光体１１の材料としては、例
えば、イットリウム、アルミニウム及びガーネットを混合したＹＡＧ系蛍光体（黄色蛍光
物質）を用いることができる。なお、他の蛍光体として、Ｅｕ，Ｃｅ等のランタノイド系
元素で主に賦活される、酸窒化物系蛍光体を用いることもできる。
【００５８】
　以上の構成を備える発光装置１は、第１発光素子７ａが透明部材により被覆されて透明
部材被覆部９が設けられていることで、例えば、第１発光素子７ａから緑色あるいは青緑
色の発光波長の光を発光する場合、蛍光体１１の影響を受けることなく封止部１０から照
射することができるので、発光効率がよく、また、互いに発光波長の異なる第１発光素子
７ａ及び第２発光素子７ｂを使用することができるので、演色性の制御が行いやすい。
【００５９】
　次に、発光装置１の製造方法について説明する。
　図５に示すように、発光装置１の製造方法では、はじめに基材である電極３に凹部４が
設けられてパッケージ２が製造される。このとき、電極３は、それぞれの電極３ａ、３ｂ
の一端側となる部分が、凹部４の側面４ｂ、４ｂから突出して突出領域１３ａ，１３ｂを
形成する状態で凹部４により支持される。
【００６０】
　＜実装工程（ダイボンディング工程）＞
　そして、図５（ａ）に示すように、パッケージ２の凹部４に形成されている凹開口部５
の底面となる実装領域６に露出している電極３ａの所定の位置に第１発光素子７ａ及び第
２発光素子７ｂが実装工程により実装される。ここでは、第１発光素子７ａを緑色あるい
は青緑色の発光波長の光を発光するものを実装し、また、第２発光素子７ｂを青色の発光
波長の光を発光するものを実装している。なお、第１発光素子７ａ及び第２発光素子７ｂ
を実装する場合には、発光素子載置工程と、加熱工程とによる実装工程であるダイボンデ
ィング工程が行われる。
【００６１】
［発光素子載置工程］
　発光素子載置工程は、電極３上（ここでは実装領域６の金属膜上）に、接合部材（図示
省略）を介して、発光素子７を載置する工程である。発光素子７は、接合部材により、電
極３上の実装領域６の金属膜と接合する。なお、発光素子７の裏面には、予め、フラック
スを塗布しておいてもよい。ここで、接合部材は、金属膜と発光素子７との間に介在する
ように設ければよいため、金属膜のうち、発光素子７を載置する領域に設けてもよく、発
光素子７側に設けてもよい。あるいは、その両方に設けてもよい。
【００６２】
　液状またはペースト状の接合部材を金属膜上に設ける場合、粘度等に応じてポッティン
グ法、印刷法、転写法等の方法から適宜選択して用いることができる。そして、接合部材
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を設けた箇所に発光素子７を載置する。なお、固体状の接合部材を用いる場合も、固体状
の接合部材を載置した後、液状またはペースト状の接合部材を用いる場合と同じ要領で、
金属膜上に発光素子７を載置することができる。また、固体状やペースト状の接合部材は
、加熱等により一度溶融させることで、発光素子７を金属膜上の所望の位置に固定させて
もよい。
【００６３】
［加熱工程］
　加熱工程は、発光素子７を載置した後に、接合部材を加熱し、発光素子７を電極３上（
実装領域６の金属膜上）に接合する工程である。接合部材は絶縁性部材であってもよく、
加熱工程における加熱は、接合部材の少なくとも一部が揮発する温度よりも高い温度で行
う。また、接合部材が熱硬化性樹脂を含有する場合は、熱硬化性樹脂の硬化が起こる温度
以上に加熱することが好ましい。このようにすることで、発光素子７を熱硬化性樹脂で接
着固定することができる。さらに、接合部材として、例えばロジンを含有する樹脂組成物
と、低融点の金属とを用いた場合において、金属膜上に、この低融点の金属が載置されて
いる場合、この低融点の金属が溶融する温度以上に加熱することが好ましい。
【００６４】
　また、加熱工程において、前記加熱に続けて、さらに洗浄工程を行うことができる。
　例えば、接合部材に樹脂組成物を用いた場合、加熱により樹脂組成物の一部を揮発によ
って消失させた後に、残留した樹脂組成物を、さらに洗浄等によって除去してもよい（残
留接合部材洗浄工程）。特に、樹脂組成物がロジン含有の場合には、加熱後に洗浄するの
が好ましい。洗浄液としては、グリコールエーテル系有機溶剤等を用いるのが好ましい。
【００６５】
＜保護素子接合工程＞
　保護素子接合工程は、電極３の配線部分上に、図１では図示を省略した保護素子を載置
して接合する工程である。保護素子の接合は、発光素子７の接合と同時に行ってもよいが
、発光素子７の接合よりも先、あるいは後に行ってもよい。保護素子を載置、接合する方
法は、前記ダイボンディング工程と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【００６６】
＜ワイヤボンディング工程＞
　ワイヤボンディング工程は、図５（ｂ）に示すように、ダイボンディング工程の後に、
発光素子７と、この発光素子７に電圧を印加するように電極３ａ、３ｂに導電性ワイヤ８
によって電気的に接続する工程である。すなわち、第１発光素子７ａのｎ電極及びｐ電極
に電極３ａ及び電極３ｂをそれぞれ導電性ワイヤ８で接続すると共に、第２発光素子のｎ
電極及びｐ電極に電極３ａ及び電極３ｂをそれぞれ導電性ワイヤ８により接続する。導電
性ワイヤ８の接続方法は、特に限定されるものではなく、通常用いられる方法で行えばよ
い。
【００６７】
＜透明部材被覆工程＞
　透明部材被覆工程は、図５（ｃ）に示すように、第１発光素子７ａに透明部材を被覆す
る工程である。この透明部材被覆工程では、透明部材が、頂部９ａを形成すると共に、そ
の頂部９ａから電極（基材）側に向かって裾広がりになるように、直線的または曲線的な
傾斜面９ｂを形成するように第１発光素子７ａを被覆している。なお、透明部材被覆工程
において、傾斜面９ｂを直線的に形成する場合には、透明部材の粘度を高くすることで可
能となる。また、ここでいう曲線的とは、曲面が凸曲面及び凹曲面のいずれでもよい。ま
た、透明部材被覆工程を行うときには、すでに発光素子７には導電性ワイヤ８が設けられ
ているが、透明部材の粘度及び質量等において、導電性ワイヤ８が曲がる等の影響を与え
ることはない。
【００６８】
＜封止部材被覆工程＞
　封止部材被覆工程は、図５（ｄ），（ｅ）に示すように、蛍光体１１を含有した封止部
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材を凹開口部５の内側において電極３ａ上に載置された第２発光素子７ｂの上、及び、第
１発光素子７ａを被覆する透明部材被覆部９の上に被覆するように設けて封止する工程で
ある。
　すなわち、発光素子７、透明部材被覆部９、実装領域６上の金属膜及び導電性ワイヤ８
等を被覆する蛍光体１１を含有する透光性の封止樹脂を、凹部４の凹開口部５内に注入し
、かつ、含有する蛍光体１１を沈降するまで所定時間経過させ、その後加熱や光照射等に
よって硬化することで形成する工程である。
　なお、蛍光体１１は、封止樹脂内にほぼ均等に含有されて時間経過と共に自然に自重で
沈降して行き、透明部材被覆部９の位置では、その蛍光体１１のほとんどが頂部９ａから
傾斜面９ｂがあることで留まらずまた堆積することができずに電極３側に沈降する。また
、蛍光体１１は、透明部材被覆部９以外の電極３上あるいは第２発光素子７ｂでは、それ
ぞれ上面となる形状が平坦であるために堆積するように沈降する。
【００６９】
　ここで、蛍光体１１が堆積するとは、蛍光体１１が発光素子７からの発光波長の光によ
り本来の役割を果たすことができる状態となることをいう。したがって、透明部材被覆部
９に蛍光体１１が少量付着している場合には、ここでいう堆積とは言わない。また、透明
部材被覆部９において、第１発光素子７ａからの発光において、その側面に向かう光があ
るときに、電極３上に堆積した蛍光体１１により波長が変換される場合もあるが、第１発
光素子７ａから上方に向かって発光される光に対して蛍光体１１の影響を受けないような
形状となっていれば、その透明部材で被覆されて形成される頂部９ａ及び傾斜面９ｂの形
状、角度等は特に限定されるものではない。
【００７０】
　封止部材被覆工程が終了すると、発光装置１は完成され、所定の基板３０（図２参照）
等にさらに実装されることで用いられる。発光装置１は、光を照射するときに、発光部Ｈ
（図２参照）から複数（ここでは透明部材を透過したものと蛍光体１１の影響を受けたも
のの２種類）の発光波長の光を照射することができ、かつ、第１発光素子７ａが蛍光体１
１の影響を受けないで光を照射できるので、発光効率がよく、かつ、演色性の制御が容易
となる。
【００７１】
　なお、発光装置１では、凹部４の内壁から内側に向けて突出する内側突出部（図示せず
）を設けてもよい。具体的には、凹開口部５の傾斜反射面５ａに、内側に向けて突出する
内側突出部を形成する。このように、凹開口部５の傾斜反射面５ａの全体を内側に突出さ
せるのではなく、一部を内側に突出させることで、発光面積を小さくすることなく、パッ
ケージ２の強度を向上させることができ、さらに、パッケージ２に支持される電極３の保
持力の低下を抑制することができる。図示しない内側突出部は、１つだけ設けてもよく、
あるいはパッケージ２の大きさや形状に応じて２つ以上の複数個設けることもできる。ま
た、このように内壁の一部に内側突出部を設ける場合、傾斜反射面５ａの傾斜角は、それ
ぞれ略等しくなるように調整するのが好ましい。
【００７２】
　つぎに、本発明の第２実施形態に係る発光装置について図６（ａ）、（ｂ）を参照して
説明する。なお、図６（ａ）において、蛍光体１１を省略して示している。すでに説明し
た各構成及び各工程については、同じ符号を付して説明を省略する。また、説明の便宜上
、図６における枠１５は、外形のみを線で示し、透過させた状態で図示している。
　図６（ａ）に示すように、発光装置１Ａは、チップオンボード（ＣＯＢ）型の装置であ
る。発光装置１Ａは、例えば、発光素子７が縦列横列に複数整列して設けられ、ＬＥＤ電
球、スポットライト等の照明器具等に利用される装置である。発光装置１Ａは、図６に示
すように、基材２Ａと、基材２Ａ上に配置された複数の発光素子７と、一部の発光素子７
である第１発光素子７ａを透明部材で被覆する透明部材被覆部９と、残りの発光素子７で
ある第２発光素子７ｂ及び透明部材被覆部９を被覆する封止部１０と、光反射性の部材か
らなる光反射壁枠である枠１５と、例えば配線パターン等の導電部材２０とを主に備えて
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いる。なお、ここでは、基材２Ａ上に形成された導電部材２０は、正極２３及び負極２４
を構成し、発光素子７や保護素子ｈｇ等である電子部品と、正極２３や負極２４等を接続
する導電性ワイヤ８と、実装領域６ａに形成された金属膜２１と、中継配線部２８と、を
備えた構成としている。
　＜基材＞
　基材２Ａは、発光素子７や保護素子ｈｇ等の電子部品を配置するためのものである。基
材２Ａは、図６（ａ）に示すように、矩形平板状に形成されている。また、基材２Ａ上に
は、複数の発光素子７を配置するための実装領域６ａが区画されている。なお、基材２Ａ
のサイズは特に限定されず、発光素子７の数や配列間隔等、目的及び用途に応じて適宜選
択することができる。
【００７３】
　基材２Ａの材料としては、絶縁性材料を用いることが好ましく、かつ、発光素子７から
放出される光や外光等が透過しにくい材料を用いることが好ましい。また、ある程度の強
度を有する材料を用いることが好ましい。具体的には、セラミックス（Ａｌ２Ｏ３、Ａｌ
Ｎ等）、あるいはフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＴレジン（bismal
eimide triazine resin）、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）等の樹脂が挙げられる。
【００７４】
＜実装領域＞
　実装領域６ａは、複数の発光素子７を配置するための領域である。実装領域６ａは、図
６（ａ）に示すように、基材２Ａの中央の領域に区画されている。実装領域６ａは、互い
に対向する辺を有する所定形状で形成されており、より具体的には、図６（ａ）に示すよ
うに、角部を丸めた略矩形状に形成されている。なお、実装領域６ａのサイズは特に限定
されず、発光素子７の数や配列間隔等、目的及び用途に応じて適宜選択することができる
。
【００７５】
　実装領域６ａの周囲には、図６を正面視した場合において、実装領域６ａの左側の辺に
沿って配線部２３ｂの一部及び配線部２４ｂの一部が形成され、実装領域６ａの下側の辺
に沿って配線部２４ｂの一部が形成され、実装領域６ａの右側の辺に沿って中継配線部２
８が形成されている。なお、ここでの実装領域６ａの周囲とは、図６（ａ）に示すように
、実装領域６ａの周縁と所定の間隔を置いた周囲のことを示している。
【００７６】
＜金属膜＞
　金属膜２１は、実装領域６ａ上に形成される膜である。実装領域６ａは、複数の発光素
子７を配置するために基材２Ａ上に区画した領域、すなわち基材２Ａと同じ材料で構成さ
れた領域としてもよいが、例えば、実装領域６ａ上に光を反射する金属膜２１を形成し、
当該金属膜２１を介して複数の発光素子７を配置することが好ましい。このように実装領
域６ａ上に金属膜２１を形成してその上に複数の発光素子７を配置することで、基材２Ａ
の実装領域６ａ側に向う光も金属膜２１によって反射することができる。従って、出射光
のロスを軽減することができ、発光装置１Ａの光の取り出し効率を向上させることができ
る。
【００７７】
　実装領域６ａ上に形成する金属膜２１は、電解めっきまたは無電解めっきで形成するこ
とが好ましい。金属膜２１の材料としては、特に限定されないが、例えば、Ａｇ（銀）ま
たはＡｕ（金）を用いることが好ましく、特にＡｇを用いることが好ましい。Ａｕは光を
吸収しやすい特性を備えているが、例えばＡｕめっきの表面にＴｉＯ２膜をさらに形成す
ることで、光反射率を高めることができる。また、ＡｇはＡｕよりも可視光に対する光反
射率が高いため、Ａｕ単独でめっきを行うよりも、発光装置１Ａの光の取り出し効率を向
上させることができる。なお、実装領域６ａ上に形成する金属膜２１の厚さは特に限定さ
れず、目的及び用途に応じて適宜選択することができる。
【００７８】
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＜導電部材（正極及び負極）＞
　導電部材（金属部材）２０は正極２３及び負極２４を構成するものであり、基材２Ａ上
の複数の発光素子７や保護素子ｈｇ等の電子部品と、外部電源とを電気的に接続し、これ
らの電子部品に対して外部電源からの電圧を印加するためのものである。すなわち、導電
部材２０（正極２３及び負極２４）は、外部から通電させるための電極、またはその一部
としての役割を担うものである。
【００７９】
　正極２３及び負極２４は、図６（ａ）に示すように略矩形状のパッド部（給電部）２３
ａ，２４ａと、線状の配線部２３ｂ，２４ｂと、を有しており、パッド部２３ａ，２４ａ
に印加された電圧が配線部２３ｂ，２４ｂを介して複数の発光素子７からなる発光部Ｈへ
と印加されるように構成されている。なお、負極２４の配線部２４ｂには、図６に示すよ
うに、カソードであることを示すカソードマークＣＭが形成されている。
【００８０】
　パッド部２３ａ，２４ａは、外部電源からの電圧が印加されるためのものである。パッ
ド部２３ａ，２４ａは、図６（ａ）に示すように、基材２Ａ上の角部における対角線の位
置に、一対で形成されている。そして、パッド部２３ａ，２４ａは、導電性のワイヤによ
って、図示しない外部電源と電気的に接続されている。
【００８１】
　配線部２３ｂ，２４ｂは、外部電源からパッド部２３ａ，２４ａに印加された電圧を、
実装領域６ａ上の発光素子７へと伝達するためのものである。配線部２３ｂ，２４ｂは、
図６（ａ）に示すように、パッド部２３ａ，２４ａから延出するように形成されるととも
に、実装領域６ａの周囲に略Ｌ字状で形成されている。
【００８２】
　正極２３及び負極２４を構成する導電部材２０の素材は、Ａｕを用いることが好ましい
。これは、後記するように、導電性ワイヤ８の材料として熱伝導性が向上したＡｕを用い
た場合に、同素材である導電性ワイヤ８を強固に接合することができるためである。
【００８３】
　正極２３及び負極２４を構成する導電部材２０の形成方法としては、前記した実装領域
６ａ上の金属膜２１の形成方法と同様に、電解めっきまたは無電解めっきで形成すること
が好ましい。なお、正極２３及び負極２４を構成する導電部材２０の厚さは特に限定され
ず、導電性ワイヤ８の数等、目的及び用途に応じて適宜選択することができる。
【００８４】
　ここで、配線部２３ｂ，２４ｂの一部、すなわち導電部材２０の一部は、図６（ａ）に
示すように、後記する枠１５の光反射樹脂によって被覆されている。そのため、配線部２
３ｂ，２４ｂを、前記したように光を吸収しやすいＡｕで形成した場合であっても、発光
素子７から出射された光が配線部２３ｂ，２４ｂには到達せずに光反射樹脂の枠１５によ
って反射される。従って、出射光のロスを軽減することができ、発光装置１Ａの光の取り
出し効率を向上させることができる。
【００８５】
　さらに、配線部２３ｂ，２４ｂの一部を光反射樹脂によって覆うことにより、当該導電
性ワイヤ８を塵芥、水分、外力等から保護することができる。なお、ここでの配線部２３
ｂ，２４ｂの一部とは、図２に示すように、配線部２３ｂ，２４ｂのうちで、実装領域６
ａの周囲であって、実装領域６ａの辺に沿って形成された部分であり、導電性ワイヤ８が
接続された部分のことを意味している。また、これによって、光反射樹脂の枠１５と発光
素子７の間におけるワイヤのボンディング領域が不要となり、光反射樹脂の枠１５を発光
素子７の近くに配置することができる。そのため、枠１５と発光素子７の間における蛍光
体１１の量をより低減することができる。
【００８６】
＜中継配線部＞
　中継配線部２８は、正極２３と負極２４の間における配線を中継するためのものである
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。中継配線部２８は、図６（ａ）に示すように、基材２Ａ上の導電部材（金属部材）で構
成されている。中継配線部２８は、図６（ａ）に示すように、実装領域６ａの周囲におい
て、当該実装領域６ａの一辺、すなわち右側の辺に沿って直線状に形成されている。
【００８７】
　中継配線部２８は、図６（ａ）に示すように、光反射樹脂の枠１５によって覆われてい
る。そのため、後記するように、中継配線部２８を構成する導電部材として光を吸収しや
すいＡｕを用いた場合であっても、発光素子７から出射された光は中継配線部２８には到
達せずに光反射樹脂の枠１５によって反射される。従って、出射光のロスを軽減すること
ができ、発光装置１Ａの光の取り出し効率を向上させることができる。さらに、中継配線
部２８を枠１５によって覆うことにより、当該中継配線部２８を塵芥、水分、外力等から
保護することができる。
【００８８】
　中継配線部２８を構成する導電部材の素材は、正極２３及び負極２４と同様に、Ａｕを
用いることが好ましい。これは、後記するように、導電性ワイヤ８の材料として熱伝導性
が向上したＡｕを用いた場合に、同素材である導電性ワイヤ８を強固に接合することがで
きるためである。
【００８９】
　中継配線部２８を構成する導電部材の形成方法としては、正極２３及び負極２４と同様
に、電解めっきまたは無電解めっきで形成することが好ましい。なお、中継配線部２８を
構成する導電部材の厚さは特に限定されず、導電性ワイヤ８の数等、目的及び用途に応じ
て適宜選択することができる。
【００９０】
＜保護素子＞
　保護素子ｈｇは、複数の発光素子７からなる発光部Ｈを、過大な電圧印加による素子破
壊や性能劣化から保護するための素子である。保護素子ｈｇは、具体的には、規定電圧以
上の電圧が印加されると通電状態になるツェナーダイオード（Zener Diode）である。保
護素子ｈｇは、前記した発光素子７と同様にｐ型電極とｎ型電極（図示せず）とを有する
半導体素子であり、発光素子７のｐ型電極とｎ型電極に対して逆並列となるように、ワイ
ヤによって負極２４の配線部２４ｂと電気的に接続される。
【００９１】
＜枠（光反射樹脂）＞
　光反射性部材である光反射樹脂で形成される枠１５は、発光素子７から出射された光を
反射させるためのものである。光反射樹脂の枠１５は、図６（ａ）に示すように、配線部
２３ｂ，２４ｂの一部、中継配線部２８、保護素子ｈｇ及びこれらに接続される導電性ワ
イヤ８を覆うように形成される。そのため、配線部２３ｂ，２４ｂ、中継配線部２８及び
導電性ワイヤ８を、前記あるいは後記するように光を吸収しやすいＡｕで形成した場合で
あっても、発光素子７から出射された光が配線部２３ｂ，２４ｂ、中継配線部２８及び導
電性ワイヤ８には到達せずに枠１５によって反射される。
【００９２】
　光反射樹脂の枠１５は、図６（ｂ）に示すように、基材２Ａ上において発光部Ｈが形成
された実装領域６ａを囲うように四角枠状に形成されている。このように実装領域６ａの
周囲を囲うように枠１５を形成することで、基材２Ａの実装領域６ａの周囲に向う光も枠
１５によって反射することができる。従って、出射光のロスを軽減することができ、発光
装置１Ａの光の取り出し効率を向上させることができる。
【００９３】
　また、枠１５は、図６（ａ）に示すように、実装領域６ａの周縁の一部を覆うように形
成することが好ましい。このように、実装領域６ａの周縁の一部を覆うように枠１５を形
成することで、配線部２３ｂ，２４ｂと実装領域６ａ上の金属膜２１との間に基材２Ａが
露出した領域が形成されることがなくなる。従って、発光素子７から出射された光を、枠
１５が形成された内部の領域において全て反射させることができるため、出射光のロスを
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最大限軽減することができ、発光装置１Ａの光の取り出し効率をより向上させることがで
きる。また、光反射樹脂の枠１５は、図６（ｂ）に示すように、第１発光素子７ａを被覆
する透明部材被覆部９よりも高く形成されている。枠１５の形状は、断面が上方に突出す
るように形成されていればよく、頂部から曲線あるいは直線により傾斜面が形成されるよ
うに凸状に形成されていれば、その形状は限定されるものではない。
【００９４】
　光反射樹脂の枠１５は、その材料として、絶縁材料を用いることが好ましい。また、あ
る程度の強度を確保するために、例えば熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂等を用いることがで
きる。より具体的には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ＢＴレジンや、ＰＰＡやシリコ
ン樹脂等が挙げられる。また、これらの母体となる樹脂に、発光素子７からの光を吸収し
にくく、かつ母体となる樹脂に対する屈折率差の大きい反射部材（例えばＴｉＯ２，Ａｌ

２Ｏ３，ＺｒＯ２，ＭｇＯ）等の粉末を分散することで、効率よく光を反射させることが
できる。なお、光反射樹脂の枠１５のサイズは特に限定されず、目的及び用途に応じて適
宜選択することができる。
【００９５】
　＜透明部材被覆部＞
　透明部材被覆部９は、発光素子７の縦列横列において、中央に対して線対称となる位置
に設けられている。透明部材被覆部９は、ここでは、中央付近の４箇所に設けられている
。この透明部材被覆部９は、頂部９ａから曲線または直線により傾斜面９ｂが形成され基
材２Ａと接触する部分では楕円形状となる裾野部分を備える形状に形成されている。なお
、透明部材被覆部９は、中央に対して線対称となるように設置されていれば、その数及び
設置位置が限定されるものではない。透明部材被覆部９は、中央に対して線対称となるこ
とで発光部Ｈから照射される光のバランスがよい状態で演色性の制御が容易となる。
【００９６】
＜封止部＞
　封止部（封止部材、封止樹脂）１０は、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、蛍光体１１
を含有するものであり、基材２Ａに配置された第２発光素子７ｂ、透明部材被覆部９およ
び導電性ワイヤ８等を、塵芥、水分、外力等から保護するための部材である。封止部１０
は、図６（ｂ）に示すように、基材２Ａ上において、光反射樹脂の枠１５で囲った実装領
域６ａ内に樹脂を充填することで形成される。
【００９７】
　なお、封止部１０は、単一の部材で形成することもできるし、あるいは、２層以上の複
数の層として形成することもできる。また、封止部１０の充填量は、枠１５で囲った実装
領域６ａ内に配置される第２発光素子７ｂ、透明部材被覆部９、導電性ワイヤ８等が被覆
される量であればよい。さらに、封止部１０にレンズ機能をもたせる場合は、封止部１０
の表面を盛り上がらせて砲弾型形状や凸レンズ形状としてもよい。封止部１０の材料とし
ては、発光素子７からの光を透過可能な透光性を有するものが好ましい。具体的な材料と
しては、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ユリア樹脂等を挙げることができる。また、この
ような材料に加えて、所望に応じて着色剤、光拡散剤、フィラー等を含有させることもで
きる。
【００９８】
　そして、封止部１０は、図６（ｂ）の二点鎖線で示すように、透明部材被覆部９の頂部
９ａを露出するように設ける構成としてもよい。透明部材被覆部９の頂部を露出するよう
に封止部１０を設けることで、発光装置１Ａの直接照射光（反射光を除く）には封止部１
０に含まれている蛍光体１１の影響をほとんど受けなくなるので、発光効率が向上し、演
色性がより制御し易くなる。
【００９９】
≪発光装置の製造方法≫
　次に、本発明の第２実施形態に係る発光装置の製造方法について、ここでは図６の形態
のものを例にとり、適宜、図面を参照しながら説明する。なお、すでに説明した工程につ
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いては説明を省略する。
【０１００】
　本発明に係る発光装置１Ａの製造方法は、ダイボンディング工程と、光反射枠形成工程
と、封止樹脂被覆工程と、を含む。また、本製造方法の前提として、ダイボンディング工
程の前に、基材作製工程を含む。さらにここでは、めっき工程、ワイヤボンディング工程
、保護素子接合工程を含む。
【０１０１】
＜基材作製工程＞
　基材作製工程は、めっき用配線が形成された基材２Ａを作製する工程である。基材作製
工程では、基材２Ａ上の実装領域６ａや、正極２３および負極２４となる部位を所定の形
状にパターニングすることで形成する。また、基材作製工程では、電解めっきによって基
材２Ａ上の実装領域６ａに金属膜２１を形成するためのめっき用配線を形成する。
【０１０２】
＜めっき工程＞
　めっき工程は、前記めっき配線が形成された基材２Ａ上に、少なくとも正極２３および
負極２４を構成する導電部材２０を形成する工程であり、好ましくは無電解めっきにより
正極２３および負極２４を構成する導電部材２０を形成するとともに、基材２Ａ上の実装
領域６ａ上に、電解めっきにより金属膜２１を形成する工程である。また、正極２３およ
び負極２４を形成するときと同様の工程で中継配線部２８を構成する導電部材が形成され
る。
【０１０３】
　めっきの具体的な方法としては、例えば、正極２３、負極２４および中継配線部２８と
実装領域６ａ上の金属膜２１との両方にＡｕめっきを行う方法、正極２３、負極２４およ
び中継配線部２８にＡｕめっきを行い、実装領域６ａ上にＡｇめっきを行う方法、等が挙
げられる。なお、金属膜２１を形成しない場合は、正極２３、負極２４および中継配線部
２８のみにＡｕめっきを行い、実装領域６ａ上の金属膜２１を形成しない方法が挙げられ
る。また、実装領域６ａ上には、ＡｕめっきやＡｇめっきを行う場合は、ＡｕまたはＡｇ
の表面に、まためっきを行わない場合は、直接、基材２Ａ表面に、さらにＴｉＯ２膜を形
成することが好ましい。
【０１０４】
＜ダイボンディング工程＞
　ダイボンディング工程は（図５（ａ）参照）、基材２Ａ上に発光素子７を載置（実装）
する工程である。ダイボンディング工程は、発光素子載置工程と、加熱工程と、からなる
。ダイボンディング工程は載置する数が異なるのみですでに説明した工程と同じであるた
め説明を省略する。
【０１０５】
＜保護素子接合工程＞
　保護素子接合工程は、正極２３の配線部２３ｂ上に保護素子ｈｇを載置して接合する工
程である。保護素子ｈｇの接合は、発光素子７の接合と同時に行ってもよいが、発光素子
７の接合よりも先、あるいは後に行ってもよい。保護素子ｈｇを載置、接合する方法は、
前記ダイボンディング工程と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１０６】
＜ワイヤボンディング工程＞
　ワイヤボンディング工程は（図５（ｂ）参照）、ダイボンディング工程の後に、発光素
子７と、この発光素子７に電圧を印加する導電部材２０とを導電性ワイヤ８によって電気
的に接続する工程である。すなわち、導電部材２０の正極２３と、発光素子７上部にある
電極端子（パッド電極）とを、導電性ワイヤ８で電気的に接続する工程である。同じく、
発光素子７上部にある電極端子（パッド電極）と導電部材２０の負極２４とを、導電性ワ
イヤ８で電気的に接続する工程である。さらにこの工程では、複数の発光素子７を、それ
ぞれ電極端子（パッド電極）を介して接続する。また、保護素子ｈｇと負極２４との電気
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的な接続もこの工程で行えばよい。すなわち、保護素子ｈｇ上部にある電極端子と負極２
４とを導電性ワイヤ８で接続する。導電性ワイヤ８の接続方法は、特に限定されるもので
はなく、通常用いられる方法で行えばよい。
【０１０７】
＜枠形成工程＞
　枠形成工程は、発光素子７の周囲に光反射性の枠（光反射樹脂）１５を設ける工程であ
る。ここでは、ワイヤボンディング工程の後に、実装領域６ａの周縁に沿って、導電部材
２０の一部、すなわち、少なくとも正極２３および負極２４の配線部２３ｂ，２４ｂの一
部である、導電部材２０の導電性ワイヤ８との接続部分を光反射樹脂により被覆するよう
にして枠１５を形成する工程である。
　そしてこの工程では、光反射性の枠（光反射樹脂）１５を、少なくともその内側の上部
において凸状に湾曲し、その内側の下部において当該凸状の湾曲部分に連続して凹状に湾
曲して基材２Ａに形成する。すなわち、枠１５が、少なくとも高さ方向の中央より上側に
おいて凸状に湾曲し、当該中央より下側において凹状に湾曲するように形成している。
【０１０８】
　このような形状にするには、樹脂の粘度や、基材２Ａ表面（ここでは金属膜２１表面）
の粗さにより毛細管現象を利用すること等で制御することができる。樹脂の粘度が大きい
、あるいは、金属膜２１表面の粗さが小さい場合には、枠１５の下部が基材２Ａ方向に向
かうにつれて広がりにくいため、頂部から傾斜が急となる。一方、樹脂の粘度が小さい、
あるいは、金属膜２１表面の粗さが大きい場合には、枠１５が、少なくとも上側において
傾斜が緩くなり、凸状に大きく湾曲し、当該凸状の湾曲部分に連続して、下部が凹状に湾
曲する。なお、樹脂の粘度や基材２Ａ（金属膜２１）の粗さ等の本発明の形状とする条件
は、樹脂の材料や、製造条件（温度、湿度等）により変化するものであるため、厳密に規
定されるものではなく、製造時において適宜調整すればよい。
【０１０９】
　枠１５の形成は、例えば、固定された基材２Ａの上側において、基材２Ａに対して上下
方向あるいは水平方向等に移動（可動）させることができる樹脂吐出装置（図示省略）を
用いて行うことができる（特開２００９－１８２３０７号公報参照）。
　すなわち、樹脂が充填された樹脂吐出装置をその先端のノズルから液体樹脂を吐出しな
がら移動させることで、実装領域６ａの周縁の一部を覆うように枠１５を形成していく。
樹脂吐出装置の移動速度は、用いる樹脂の粘度や温度等に応じて適宜調整することができ
る。形成された複数の光反射樹脂の枠１５がそれぞれ略同じ幅となるようにするには、少
なくとも樹脂を吐出中は一定の速度で移動させるのが好ましい。移動中に樹脂の吐出を一
時中断する場合等は、その間の移動速度は変更することもできる。樹脂の吐出量について
も、一定とするのが好ましい。さらに、樹脂吐出装置の移動速度と樹脂の吐出量ともに、
一定とするのが好ましい。吐出量の調整は、吐出時にかかる圧力等を一定にする等により
調整することができる。
【０１１０】
＜透明部材被覆工程＞
　透明部材被覆工程は（図５（ｃ）参照）、第１発光素子７ａ（図６（ａ）では４箇所）
に透明部材を被覆する工程である。この透明部材被覆工程では、透明部材が、頂部９ａを
形成すると共に、その頂部９ａから電極（基材）側に向かって裾広がりになるように、直
線的または曲線的な傾斜面９ｂを形成するように第１発光素子７ａを被覆している。
【０１１１】
＜封止部材被覆工程＞
　封止部材被覆工程は（図５（ｄ）、（ｅ）参照）、枠（光反射樹脂）１５の内側に、蛍
光体１１を含有する封止樹脂を被覆するように充填する工程である。すなわち、発光素子
７、透明部材被覆部９、金属膜２１および導電性ワイヤ８等を被覆する蛍光体１１を含む
透光性の封止樹脂を、基材２Ａ上に形成された枠（壁部）１５の内側に注入充填し、その
後加熱や光照射等によって硬化することで形成する工程である。
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【０１１２】
　この工程では蛍光体１１を沈降させ、蛍光体１１が基材２Ａ（ここでは金属膜２１）上
に堆積させると共に、第２発光素子７ｂ上にも堆積させる。蛍光体１１が沈降するときに
、第１発光素子７ａには透明部材被覆部９が設けられているので、その透明部材被覆部９
の頂部９ａから傾斜面９ｂに蛍光体１１が付着しづらく下方に沈降することになる。つま
り、第１発光素子７ａは、透明部材被覆部９により正面方向における発光方向において、
蛍光体１１が堆積していない状態で光を照射することができるようになる。
【０１１３】
　樹脂内の蛍光体１１は、重力によって下方に沈降し、基材２Ａ（金属膜２１）表面およ
び第２発光素子の上面に堆積し蛍光体堆積領域を形成する。そして、蛍光体１１を沈降さ
せた後、加熱や光照射等によって封止樹脂を硬化させることで封止部１０が形成される。
なお、封止部材被覆工程では、図６（ｂ）に示すように、実線の位置まで封止部材を充填
してもよいし、２点鎖線で示すように、透明部材被覆部９の頂部９ａを露出させて封止部
材を被覆するように枠１５内に充填しても構わない。
【０１１４】
　また、ＣＯＢタイプの発光装置として、図７から図９に示すものであってもよい。なお
、図７（ａ）、図８（ａ）、図９（ａ）において、蛍光体１１を省略して示している。す
なわち、図７（ａ）に示すように、発光装置１Ｂは、実装領域６ｂを円形状あるいは楕円
形状として形成され、その実装領域６ｂの中央位置における複数の第１発光素子７ａに透
明部材被覆部９Ｂを設けるようにして構成されている。実装領域６ｂに整列される発光素
子７は、縦列横列に整列して配置されている。なお、左端および右端のそれぞれ３つの第
２発光素子７ｂは、横列には他の列と整列していない状態で配置されている。透明部材被
覆部９Ｂは、複数の第１発光素子７ａに跨って設けられ、一つの頂部９ａから傾斜面９ｂ
を形成することで、複数の第１発光素子７ａを被覆している。
【０１１５】
　また、図８（ａ）に示すように、発光装置１Ｃは、実装領域６ｃを円形状あるいは楕円
形状として形成され、その実装領域６ｃの周縁における複数の第１発光素子７ａに透明部
材被覆部９Ｃを設けるようにして構成されている。なお、透明部材被覆部９Ｃに完全に被
覆される位置の第１発光素子７ａは、緑色あるいは青緑色の発光波長の光を発光するもの
とし、透明部材被覆部９Ｃに完全に被覆されない位置では第２発光素子７ｂである青色の
発光波長の光を発光するものを設置するようにすることや、第１発光素子７ａ及び第２発
光素子７ｂのいずれも同じ発光波長の光を照射するものを設置するようにしても構わない
。
【０１１６】
　図７（ｂ）及び図８（ｂ）に示すように、発光装置１Ｂ、１Ｃのそれぞれにおいて、封
止部１０は、枠１５内に充填したときの封止部上端の位置を、実線で示すように、透明部
材被覆部９Ｂ、９Ｃが被覆されるように設けることや、２点鎖線で示すように、透明部材
被覆部９Ｂ、９Ｃの頂部９ａが露出するように被覆するように設けるようにしても構わな
い。封止部１０の上端位置を下げて透明部材被覆部９Ｂ，９Ｃを露出するようにすること
で、封止部材の使用量を減らし、かつ、発光効率を向上させる。
【０１１７】
　さらに、図９（ａ）に示すように、発光装置１Ｄは、封止部材を列状に設ける封止部１
０ｄとして構成しても構わない。封止部１０ｄを列状に設けることにより、封止部材の使
用量を削減することができる。封止部１０ｄを列状に設ける場合には、枠１５を設けない
状態で装置を構成することができる。また、図９（ｂ）に示すように、封止部１０ｄは、
列状に設ける場合、透明部材被覆部９の頂部９ａを露出した状態としても構わない。さら
に、封止部１０ｄは、列状に設ける場合、隣の列とは独立するように設けることとしてい
る。封止部１０ｄを列ごとに隣の列と接触しないように設けるためには、透明部材の粘度
を高めることで達成することができる。例えば、封止部１０ｄは、枠１５の光反射樹脂と
同等あるいは当該光反射樹脂よりも粘度を高めることで達成することが可能となる。
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【０１１８】
　なお、図９（ｃ）に示すように、封止部１０ｄは、隣り合う列と接触するように粘度を
調整して設ける構成としても構わない。また、図示していないが、封止部１０ｄにおいて
、封止部材により透明部材被覆部９の頂部９ａを被覆した状態としてもよい。
　また、列状に封止部１０ｄを形成する場合には、整列する一端側から他端側に向かって
順に縦列あるいは横列を往復移動するように、樹脂吐出装置をその先端のノズルから液体
樹脂を吐出しながら移動させることで、封止樹脂を被覆することができる。
【０１１９】
　以上、説明したように、ＣＯＢタイプの発光装置１Ａ～１Ｄでは、透明部材被覆部９，
９Ｂ，９Ｃが設置されることで、蛍光体１１の影響を受けずにそのまま光を取り出せるの
で、発光効率がよく、異なる発光波長の第１発光素子７ａ，第２発光素子７ｂを使用する
ことができるので、さらに演色性の制御が容易となる。
【符号の説明】
【０１２０】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　　発光装置
　２　　　パッケージ
　２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，　　基材
　３　　　電極
　３ａ　　電極
　３ｂ　　電極
　４　　　凹部
　４ａ　　段差部
　４ｂ　　側面
　４ｋ　　介在部
　５　　　凹開口部
　５ａ　　傾斜反射面
　６，６ａ，６ｂ，６ｃ　　実装領域
　７　　　発光素子
　７ａ　　第１発光素子
　７ｂ　　第２発光素子
　８　　　導電性ワイヤ
　９，９Ｂ，９Ｃ　　透明部材被覆部
　９ａ　　頂部
　９ｂ　　傾斜面
　１０　　封止部
　１０ｄ　封止部
　１１　　蛍光体
　１３　　突出領域
　１３ａ，１３ｂ　突出領域
　１５　　枠
　１６　　電極用溝部
　１７　　屈曲部
　１９　　貫通孔
　２０　　導電部材
　２１　　金属膜
　２３　　正極
　２３ａ　パッド部
　２３ｂ　配線部
　２４　　負極
　２４ｂ　配線部
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　２８　　中継配線部
　３０　　基板
　ＣＭ　　カソードマーク
　Ｈ　　　発光部
　ｈｇ　　保護素子

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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